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1. はじめに

　モバイル機器の高機能化を促進させるために実装基板の
高密度化は必然的なものとなっており，中でも最近，情報
媒体で目にする機会が増えてきたウエアラブル端末におい
ては，デザイン性の観点から極めて限られたスペースにセ
ンサなどのモジュール部品を実装，またはフレキシブル基
板などで繋げた実装基板を組み込む必要性から，今まで以
上の高密度化が求められる。このような省スペース化の要
求や処理速度向上の目的から実装部品を基板内へ埋め込む
技術が生まれ，モバイル機器に採用されるようになってき
ている。部品内蔵基板が市場でさらに受け入れられるため
には機器性能だけでなくコストも非常に重視されるため，
性能向上とコストダウンを両立させる技術開発が必要とな
る。この市場の要求にはんだ付け技術も追従すべく，微細
ピッチへの対応やコスト低減の実現など，さまざまな角度
から材料開発が進められている。部品内蔵基板では通常の
基板製造工程に加え部品実装，または部品埋め込みが必要
となるため，これにより工程が増えコスト高は免れない。
このように工程が増える中でいかにして品質を確保しなが
ら工数を抑制するかがカギになると思われるが，はんだ
メーカの立場から，上記工程増を抑制できる可能性を持つ
はんだペースト技術について紹介する。

2. 基板に埋め込まれるはんだ材料の課題

　具体的な材料技術の紹介の前に部品内蔵基板におけるは
んだ材料の課題を挙げてみたい。部品内蔵基板の製造プロ
セスは①既存部品内蔵，②薄型部品内蔵，③膜素子形成の
3種類がある 1)。はんだペーストが使用されるケースは上
記①の場合であり，通常の表面実装と同様の工程（はんだ
印刷，部品実装，リフロー）となるが，次工程で，はんだ
付けされた部品全体を樹脂で埋めるため，部品およびはん
だと樹脂との密着性が必要となる。
　一般的なはんだペーストの場合リフロー後にフラックス
残渣が残り，このフラックス残渣が埋め込み樹脂と密着性

が悪い場合には，フラックス残渣の洗浄工程が必要となっ
てしまうため，フラックス残渣には樹脂との密着性が求め
られる。部品が埋め込まれた基板は，その最表面にさらに
通常の部品が実装され，またその完成品がモジュールの場
合では，マザーボードに実装され再度リフロー（2次実装）
される。この再度リフローされる温度が埋め込み時に使用
したはんだの融点を超えるとはんだは再溶融し，設計に
よって部品のズレや場合によっては溶融したはんだが電極
間を短絡させるリスクがある。これら 2点の課題をそれぞ
れ解決し，かつ工程増を抑制できる可能性を持つ技術を以
下に紹介する。

3. 基板樹脂との密着性を向上させるフラックス技術

　接合後のフラックス残渣が埋め込み樹脂との良好な密着
性を実現し，洗浄工程の省略を実現する技術を紹介する。
本技術は埋め込み樹脂と相溶性の高い熱硬化性樹脂をペー
スト用フラックスに添加することで埋め込み樹脂との高い
密着性を実現しており，リフロー後に樹脂が硬化すること
から，はんだ付け後のフラックス残渣が接合部をプロテク
トする機能も有する。硬化したフラックス残渣がはんだ接
合部や基板，部品に密着し，はんだ接合部をプロテクトす
ることで優れた接合強度を長期にわたり維持させることを
実現している（図 1参照）。
　一般的な SAC系はんだペーストと接合部にプロテクト機
能を持たせたはんだペースト（以下，JPPと略す）による
TCT評価（冷熱サイクル試験，-55°C⇔＋125°C，30分保
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図 1.　フラックス残渣が接合部を保護
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